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  第4 6 2高 温 栅 极 偏 置车 用 分 立 半 导 体 元 器 件 的 基 于 失 效 机 理 的 应 力 测 试 验 证
A E C - Q 1 0 1 - R e v - E  M a r c h  1 ,  2 0 2 1  2  B 2 项
只 测 ： 温 度 ：

（ ， 电 压 ：

（ 。

包 含 租 用 设 备 。2 0 2 5 - 0 5 - 2 63高 加 速 温 湿 度应 力 试 验车 用 分 立 半 导 体 元 器 件 的 基 于 失 效 机 理 的 应 力 测 试 验 证A E C - Q 1 0 1 - R e v - E  M a r c h  1 ,  2 0 2 1  2  A 2 项只 测 ： 温 度 ：

℃ ， 湿 度 ：8 5 % R H

（ 。

包 含 租 用 设 备 。2 0 2 5 - 0 5 - 2 64稳 态 温 湿 度 偏
置 寿 命 试 验
车 用 分 立 半 导 体 元 器 件 的 基 于 失 效 机 理 的 应 力 测 试 验 证
A E C - Q 1 0 1 - R e v - E  M a r c h  1 ,  2 0 2 1  2  A 2  a l t 项
只 测 ： 温 度 ：

℃ ， 湿 度 ：8 5 % R H（ 。

包 含 租 用 设 备 。2 0 2 5 - 0 5 - 2 65加 速 耐 湿

置 强 加 速 应 力寿 命

车 用 分 立 半 导 体 元 器 件 的 基 于 失 效 机 理 的 应 力 测 试 验 证

A E C - Q 1 0 1 - R e v - E  M a r c h  1 ,  2 0 2 1  2  A 3 项

只 测 ： 温 度 ：

（℃ ） ， 湿 度 ： （

）（
)

包 含 租 用 设 备 。2 0 2 5 - 0 5 - 2 66加速耐湿

置高压蒸煮

车用分立半导体元器件的基于失效机理的应力测试验证
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只测：温度：

（
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